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１．2020 年５月期第 1 四半期の業績（2019 年６月 1 日～2019 年８月 31 日） 

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2020 年５月期第 1 四半期 23,806 3.4 1,585 6.0 1,505 1.5 1,036 1.9 
2019 年５月期第 1 四半期 23,032 42.2 1,495 24.4 1,483 24.4 1,017 24.6 

１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益 

円  銭 円  銭 

2020 年５月期第 1 四半期 32.26 － 
2019 年５月期第 1 四半期 31.68 － 

(2) 財政状態 

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

百万円 百万円 ％ 

2020 年５月期第 1 四半期 95,019 61,212 64.4 
2019 年５月期 97,390 60,665 62.3 

（参考）自己資本 2020 年５月期第 1 四半期  61,212 百万円 2019 年５月期 60,665 百万円 

２．配当の状況 

年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計 

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

2019 年５月期 － 15.00 － 15.00 30.00 
2020 年５月期 － 

2020 年５月期(予想) 16.00 － 16.00 32.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 

３．2020 年５月期の業績予想（2019 年６月１日～2020 年５月 31 日） 
（％表示は、対前期増減率）

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭 

通  期 93,000 △2.3 5,750 1.8 5,550 1.3 3,850 1.1 119.84 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

予上場会社各社の実情に応じて、開示対象項目や開示対象期間の追加又は削除、開示形式の変更を行うことが可能です。 



※ 注記事項 

（1） 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

（2） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無 

② ①以外の会計方針の変更 ： 無 

③ 会計上の見積りの変更 ： 無 

④ 修正再表示 ： 無 

（3） 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2020 年５月期１Ｑ 35,497,183 株 2019 年５月期 35,497,183 株 

② 期末自己株式数 2020 年５月期１Ｑ 3,370,507 株 2019 年５月期 3,370,507 株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2020 年５月期１Ｑ 32,126,676 株 2019 年５月期１Ｑ 32,127,732 株 

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であ
ると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予
想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】２
ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費が持ち直すなど、

緩やかな回復が継続いたしました。 

半導体シリコンウエハーの生産は半導体市場の在庫調整の影響を受けました。また、当社の主要なユー

ザーである半導体・電子部品関連各社の設備投資には、概ね慎重な姿勢が見られました。 

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開

発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は 238 億６百万円と前年同四半期比 3.4％の増収となり、営

業利益は 15 億８千５百万円（前年同四半期比 6.0％増）、経常利益は 15 億５百万円（同 1.5％増）、四半期

純利益は 10 億３千６百万円（同 1.9％増）となりました。 

半導体事業部 

当事業部におきましては、300ｍｍウエハー（再生ウエハーを含む）を中心に生産は全体として堅調に推

移いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。 

産商事業部 

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。この結果、その

他の取扱商品において増収となりました。 

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売

いたしました。 

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。 

(2) 財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少等により、前事業年度末と比較して 23

億７千万円減少し、950 億１千９百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により 29 億１

千８百万円減少し、338 億６百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加５億５千４百万円等に

より、612 億１千２百万円となりました。 

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、景気は引き続き緩やかに回復していくことが期待されるものの、通商問

題を巡る緊張の増大が世界経済に与える影響などが懸念され、わが国経済は予断を許さない状況が続くも

のと予想されます。 

そうした中で半導体業界におきましては、足元では在庫調整の影響を受けているものの、中長期的には、

人工知能（AI）や次世代通信規格（5G）の普及などに伴う半導体需要の増加が見込まれております。 

このような経営環境のもと、当社といたしましては、より高精度かつ生産性の高い加工プロセスを確立

し競争力の強化を図るとともに、自社製品等の拡販を積極的に進め、業績の向上に努めてまいります。 

なお、未定としておりました 2020 年５月期の業績予想及び配当予想につきましては、本日、別途「業績

予想及び配当予想に関するお知らせ」にて開示いたしております。通期業績は、売上高 930 億円、営業利

益 57 億５千万円、経常利益 55 億５千万円、当期純利益 38 億５千万円を見込んでおります。 

また、年間配当金につきましては、前期に比べ２円の増配となる１株当たり３２円とし、中間配当金及

び期末配当金をそれぞれ１株当たり１６円とする予定であります。 
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２．四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

（単位：百万円） 

前事業年度 
(2019年５月31日) 

当第１四半期会計期間 
(2019年８月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 17,415 13,712 

受取手形及び売掛金 26,452 29,089 

商品及び製品 2,587 361 

仕掛品 785 1,129 

原材料及び貯蔵品 2,039 2,152 

その他 1,102 644 

貸倒引当金 △6 △5

流動資産合計 50,376 47,085 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 21,823 22,872 

機械及び装置（純額） 17,067 17,744 

その他（純額） 4,930 4,267 

有形固定資産合計 43,822 44,885 

無形固定資産 593 600 

投資その他の資産 

その他 2,603 2,454 

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 2,598 2,448 

固定資産合計 47,013 47,933 

資産合計 97,390 95,019 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 20,755 19,342 

短期借入金 100 100 

未払金 10,893 10,393 

未払法人税等 1,204 438 

引当金 150 517 

その他 2,027 1,468 

流動負債合計 35,131 32,261 

固定負債 

長期借入金 100 75 

退職給付引当金 1,327 1,304 

その他 165 165 

固定負債合計 1,593 1,545 

負債合計 36,724 33,806 
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    （単位：百万円） 

 
前事業年度 

(2019年５月31日) 
当第１四半期会計期間 
(2019年８月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 18,824 18,824 

資本剰余金 18,778 18,778 

利益剰余金 27,769 28,324 

自己株式 △4,766 △4,766 

株主資本合計 60,605 61,160 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 58 38 

繰延ヘッジ損益 1 14 

評価・換算差額等合計 59 52 

純資産合計 60,665 61,212 

負債純資産合計 97,390 95,019 
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(2) 四半期損益計算書

(第１四半期累計期間)
    （単位：百万円） 

 
前第１四半期累計期間 
(自 2018年６月１日 
 至 2018年８月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 2019年６月１日 

 至 2019年８月31日) 

売上高 23,032 23,806 

売上原価 20,614 20,941 

売上総利益 2,418 2,864 

販売費及び一般管理費 922 1,279 

営業利益 1,495 1,585 

営業外収益    

受取利息 0 0 

受取配当金 5 7 

為替差益 7 － 

その他 14 6 

営業外収益合計 28 15 

営業外費用    

支払利息 0 0 

固定資産除売却損 5 80 

その他 35 14 

営業外費用合計 41 95 

経常利益 1,483 1,505 

税引前四半期純利益 1,483 1,505 

法人税、住民税及び事業税 772 364 

法人税等調整額 △306 104 

法人税等合計 465 468 

四半期純利益 1,017 1,036 
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(3) 四半期財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

該当事項はありません。 

 

(セグメント情報) 

報告セグメントごとの売上高に関する情報 

前第１四半期累計期間（自 2018 年６月１日 至 2018 年８月 31 日） 
（単位：百万円）  

 
報告セグメント 

調整額 
四半期 

損益計算書 
計上額  

半導体事業部 産商事業部 
エンジニア 

リング事業部 
計 

売上高       

外部顧客への売上高 10,871 12,160 ― 23,032 ― 23,032 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1 ― 2,330 2,332 △2,332 ― 

合計 10,873 12,160 2,330 25,364 △2,332 23,032 

 

当第１四半期累計期間（自 2019 年６月１日 至 2019 年８月 31 日） 
（単位：百万円）  

 
報告セグメント 

調整額 
四半期 

損益計算書 
計上額  

半導体事業部 産商事業部 
エンジニア 

リング事業部 
計 

売上高       

外部顧客への売上高 11,651 12,154 ― 23,806 ― 23,806 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

0 48 710 759 △759 ― 

合計 11,652 12,202 710 24,565 △759 23,806 
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